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  □文/图 本报记者 刘腾

　　全自动化设备在生产线上
有序运转，一片片12寸晶圆级
封装产品下线。11月26日，富士
康半导体高端封测项目正式投
产。这是西海岸新区“强芯扩
屏”、青岛市“振芯、铸魂、补面”
的一个里程碑。
　　2020年4月，西海岸新区与
富士康半导体高端封测项目云
上签约。仅用一年多时间，项目
实现投产。该项目运用先进技
术封装目前需求量快速增长的
5G通讯、物联网、人工智能等应
用芯片。对于西海岸芯屏产业
而言，是名副其实的“头雁”。此
次投产将强势提升发展韧性及
竞争力，为产业集群突破发展
注入新活力。

硬核攻坚，开工到量产仅18个月B
　　富士康半导体高端封测项目，
可追溯到2019年跨国公司领导人青
岛峰会。在这次峰会上，与青岛发展
定位十分契合的富士康提出在青岛
合作设立半导体高端封测项目。之
后，双方合作迅速推进，2020年4月15
日签署项目合作协议。
　　该项目由富士康科技集团与西
海岸新区融合控股集团共同投资。
西海岸新区举全区之力，组建专业
团队，迅速推进项目建设，于当年7
月开工，12月主体封顶，创下了当年
签约、当年开工、当年封顶的建设纪
录。今年以来，项目各栋单体建设、
涉重废水深度处理、供水供电配套、
无尘室装修、人才招募培训等工作
相继完成，今年7月进行设备调试，
11月26日正式投产，年底将实现
量产。
　　整个过程环环相扣、紧密衔接、
全速推进，从开工到量产仅用18个
月，比同类工厂建设周期提前了半
年以上，创造了行业内建厂奇迹。
　　作为投资建设单位，融合控股
把富士康半导体高端封测项目作为

“头号工程”，成立项目服务保障专
班，精准化提供要素保障，以攻坚突

破之姿强力推进项目建设。
　　去年11月，项目封顶在即，一场
即将到来的“大风、降温、强降雨”恶
劣天气，打乱了如期封顶的计划。主
厂房配套水池的混凝土即将浇筑，
如果强降雨影响了施工，将耽误至
少5天的工期。如何跑赢恶劣天气？
需要用3天时间完成5000多立方米
的混凝土浇筑！超过正常情况下工
作量两倍！
  融合控股紧急调派力量连续奋
战，72小时连轴转，共计运送400余
车混凝土，最终赶在强降雨到来之
前，攻下了这座“山头”。
　　窥一斑而知全豹。这样的硬核
攻坚场景，在全力抢时间、抢进度的
富士康半导体高端封测项目现场无
时无刻不在上演。项目签约后不到
一周时间，800多人的队伍进驻现
场，交替作业，压茬推进，高效保障
项目顺利实施。全过程工程咨询服
务贯穿项目始终，对项目的设计优
化、工程质量、投资成本、进度掌控
和安全文明施工等进行强有力的管
理管控，实现降成本、缩工期、保质
量。这也是西海岸新区首个全过程
工程咨询管理项目。

集聚成势
产业集群加速崛起C　　芯片需要经过设计、制造、封测

等多个环节才能使用。处于产业链
中下游的封装测试，把成型的晶圆
做成一颗颗芯片，对芯片制造至关
重要。
　　在富士康半导体高端封测项目
展厅内，陈列着12寸晶圆级封装产
品，仅一片就密密麻麻分布着两千
余颗芯片。
　　“我们采用目前国内先进的无
铅凸块工艺、铜凸块工艺、重布线工
艺。”富士康半导体高端封测项目资
深总监张伟策介绍，无铅凸块工艺
是目前晶圆封装焊料凸块中的主
流，将逐步取代含铅焊料，达到环保
目的。而铜凸块工艺、重布线工艺更
为高端，其产品不仅性能更优，种类
也更加灵活丰富，极大提升了封装
能力。
　　记者了解到，在封装技术上，富
士康不使用传统塑料制成的导线基
板，而采用硅晶圆制成的硅中介板
进行立体封装，是目前先进的封装
技术之一。另外，富士康的扇出型封
装可在相同面积芯片上承载两倍以
上的凸块数量，处在国内领先水平。
　　先进的技术如何高效转化为生

产力？从这座崭新的智能化工厂中
或可窥得一二。“工厂采用CIM生产
管制系统和生产分析系统，以数字
化管理驱动智能化决策与预测分
析，从而取代人脑；在生产线设计和
车间布局上，全面采用自动化搬运
系统，从而取代手脚，全面提高生产
效率。”张伟策介绍说。
　　值得注意的是，富士康半导体
高端封测项目所用的光刻机，全部
由我国光刻机龙头企业上海微电子
生产。“光刻机的国产，能大大降低
调试、维护的成本，更重要的是，通
过国内相关企业间的密切合作，能
促进新技术、新产品的研发，有力推
动光刻机的升级换代，实现行业更
快更好发展。”谈及为何采用国产光
刻机，张伟策感触颇深。
　　投产后，该项目将在2022年实
现晶圆芯片月产三万片。同时，将充
分利用存量空间、突破技术创新，向
月产十万片发力。“这是一个爬坡的
过程，需要各方合力。目前，我们已
经集聚专业人才70名，未来计划引进
至200名，同时加大投入，加强与区内
相关企业合作，实现共赢发展。”富士
康科技集团有关负责人表示。

智能工厂，月封测晶圆芯片三万片A
　　实体经济是立区之本、强区之基。
在工委（区委）一届十一次全体会议
上，审议通过了关于加快建设国家制
造业高质量发展实验区的行动方案。
在这一事关新区全局战略性的工作
中，芯屏产业被列为八大攻坚突破的
产业之一。
　　打造中国北方光电显示与半导体
产业聚集区和发展高地。如此宏大的
目标，西海岸新区自有其底气。聚焦

“强芯扩屏”，西海岸在“芯”上，拥有已
经投产的富士康半导体高端封测项目
等；在“屏”上，京东方物联网移动显示
端口器件生产基地、青岛光电显示新
材料产业园等项目均已破土动工。龙
头昂起，正引领产业集聚发展。
　　今年10月10日，青岛首个光电显
示产业园——— 中南高科•芯海林•青岛
光电产业园项目培土奠基。项目将以
光电等新一代信息技术产业为主，通
过引进光电、新材料、电子通信、智能
装备等领域的优质企业，汇聚产业上
下游高端资源，实现园区内要素互动
耦合、价值倍增。
  10月13日，就在中南高科•芯海
林•青岛光电产业园项目隔壁，京东方
物联网移动显示端口器件生产基地项
目正式开工建设，成为西海岸新区乃
至青岛光电显示产业发展的大事件。
该项目将建设全自动模组生产线，其
产品可应用于中小尺寸移动显示产品
的触摸液晶显示器，主要用于智能手
机、平板电脑、笔记本电脑等电子产
品，后续将延伸手机整机及设备自制
业务。
  11月15日，青岛光电显示新材料
产业园项目开工，将致力于光电显示
产业上游核心材料及高端智能装备的
生产研发。这是两个月以来，西海岸新
区开工建设的第四个光电显示产业
项目。
　　一个又一个相关重点项目纷至沓
来，一条宏大的芯屏产业链也正在西
海岸延展开来。目前，新区已经集聚起
总投资超千亿元的30余个芯屏产业
项目。
　　“为加强与富士康科技集团的全
方位合作，我们签署了电子元器件产
业生态基地合作协议。计划一期至
2025年，预计落地企业达50家，二期至
2030年，预计落地企业达100家。实现
落地企业签约投资额累计达300亿
元。”西海岸新区有关负责人表示，西
海岸将一如既往地提供优质服务，打
造良好营商环境，共同推动产业项目
成长壮大，矢志不渝推动芯屏产业集
群发展。

　▲富士康半导体高端封测项
目生产的12寸晶圆级封装产品。

▲富士康半导体高端封测项目于11月26日正式投产。
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